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法律声明
若接收利尔达科技集团股份有限公司(以下称为“利尔达”)的此份文档，即表示您已经

同意以下条款。若不同意以下条款，请停止使用本文档。

本文档版权归利尔达科技集团股份有限公司所有，保留任何未在本文档中明示授予的权

利。文档中涉及利尔达的专有信息。未经利尔达事先书面许可，任何单位和个人不得复制、

传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照

产品手册、相关合同或者相关法律、法规的要求进行。

本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利；同

时保留随时修订或收回本手册的权利。
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安全须知
用户有责任遵循其他国家关于无线通信模组及设备的相关规定和具体的使用环境法规。

通过遵循以下安全原则，可确保个人安全并有助于保护产品和工作环境免遭潜在损坏。我司

不承担因客户未能遵循这些规定导致的相关损失。

道路行驶安全第一！当您开车时，请勿使用手持移动终端设备，除非其有免提功能。请

停车，再打电话！

登机前请关闭移动终端设备。移动终端的无线功能在飞机上禁止开启用以防止对飞机通

讯系统的干扰。忽略该提示项可能会导致飞行安全，甚至触犯法律。

当在医院或健康看护场所，注意是否有移动终端设备使用限制。RF 干扰会导致医疗设备

运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。

移动终端设备并不保障任何情况下都能进行有效连接，例如在移动终端设备没有话费或

SIM 无效。当您在紧急情况下遇见以上情况，请记住使用紧急呼叫，同时保证您的设备开机

并且处于信号强度足够的区域。

您的移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号，当靠近电视，收音机电脑或者其它

电子设备时都会产生射频干扰。

请将移动终端设备远离易燃气体。当您靠近加油站，油库，化工厂或爆炸作业场所，请

关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险场所操作电子设备都有安全隐患。
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适用模组选型
序号 模组型号 支持频段 尺寸(mm) 模组简介

1 L-BTMSB16-G0PP4 2.4 GHz ISM Band 9.4×14×2.4 板载天线版本

2 L-BTMSB16-G0PN4 2.4 GHz ISM Band 9.4×14×2.4 外置天线版本
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2 产品综述

2.1 关键特性

表 2-1 关键特性

参数 说明

无线标准 BLE 5.0

接收灵敏度 -94dBm in 1M

模组尺寸 9.4mm×14.0mm×2.4mm(L×W×H)

工作电压 1.8V~4.3V，典型值 3.3V

发射电流 16mA@0dBm，3.3V

接收电流 19mA@0dBm，3.3V

休眠电流 3uA@PowerOff，3.3V

工作温度 -40 ~ +105℃

存储温度 -40 ~ +105℃

工作频段 2400~2483.5MHZ(2.4 GHz ISM Band)

发射功率(1) 10dBm(Max)

串口

主串口：

 用于命令传送和数据的传输，默认波特率为 9600bps
调试串口：

 用于调试信息的打印，默认的波特率为 921600bps
 可用于固件烧录

RoHS 所有器件符合 EU RoHS 标准

备注

(1) 模组在高低温高低压下的功率表现常压下会有所不同，详情请见第 5 章射频特性。
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4.3.2 调试串口

表 4-12 调试串口引脚描述

引脚序号 引脚定义 功能描述

19 DB1 LOG 数据输出引脚/串口烧录输出引脚

20 DB2 串口烧录输入引脚

调试串口特点：

 用于调试信息的打印，固定波特率 921600bps；

 也可以用于固件的烧录，波特率可以修改。

调试串口连接方式示意图如下：

图 4.2 调试串口连接示意图

使用串口进行固件烧录的步骤：

 使用串口工具连接好模组的 DB1 和 DB2；

 然后模组正常上电；

 打开上位机软件，连接到模组 DB1 和 DB2 对应的 COM 口；

 拉低模组的复位引脚进行复位；

 上位机连接成功后即可进行烧录操作。

备注

调试功能仅限内部使用。
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5 射频特性
对于 L-BTMSB16-G0PN4 模组提供了一路射频接口，特征阻抗为 50Ω。

对于 L-BTMSB16-G0PP4 模组没有外置的 RF 接口，但是有板载的 PCB 天线。

5.1 天线接口和工作频段

RF 为模组的天线接口，特性阻抗 50 欧姆。

射频工作频段为 2400~2483.5MHZ(2.4 GHz ISM Band)。

表 5-1 L-BTMSB16-G0PN4 天线接口描述

引脚序号 引脚定义 功能描述

18 RF 射频天线口，特性阻抗 50Ω

5.2 天线应用说明

5.2.1 L-BTMSB16-G0PP4 天线应用说明

天线周围需要有尽量大的净空区。净空指的是天线竖直面投影区域内的空旷面积(上下范

围都要考虑)。在天线的投影区域范围内，无论是贴片还是侧插方式，不要铺地(尤其是板载

天线)，不能有金属器件，保持天线的净空，以提高天线辐射效率。模组的射频部分尽可能避

免被金属腔体包裹，射频部分与干扰源的距离应在 10mm 以上(条件允许的话越大越好)。常

见干扰源有：电池(含电连接座)、电容、电感、按䭡ᄀ按䭡ᄀ在天䭡ᄀ天线 无在。常
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图 5.3 天线阻抗匹配电路原理示意图

图 5.4 天线阻抗匹配电路 PCB 示意图及走线说明

其中高亮部分的走线就是要控制 50Ω的阻抗，板厚和线宽、线距之间的关系可参考：

FR4 双面板推荐值

(H=板厚，W=线宽，D=走线与敷铜间距)

H=1.0mm，W=0.8mm

，

D=0.2mm

H=1.0mm，W=1.0mm

，

D=0.254mm(推荐)

H=1.2mm，W=1.0mm

，

D=0.2mm(推荐)

H=1.6mm，W=1.0mm

，

D=0.2mm(推荐)

(可向利尔达技术咨询更多设计支持。)

底板布局要求：

L-BTMSB16-G0PN4 的 BOTTOM 层无高速信号或敏感信号走线，但还是建议底板 TOP

层设计走线避开模组，以免带来意外的影响因素。

在底板设计上没有过多的镂空处理要求，除了前面提到通用的避让干扰源的要求外，底

板几乎可以做整板铺铜。
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5.3 BLE 射频性能

表 5-2 BLE 射频性能

参数 内容

蓝牙标准 BLE 5.0

频率范围 2400~2483.5MHZ(2.4 GHz ISM Band)

物理层 LE 1M PHY

工作信道 CH0 ~ CH39

调制方式 GFSK

射频发射功率(1) -20dBm ~ +10dBm

接收灵敏度@1M,PER=30.8% -94dBm,typical

备注

(1) 表 5-2 的数据是模组 3.3V 供电，25℃的条件下测得的；

(2) 模组在-40℃和＋105℃，1.8V 以及 4.3V 的工作条件下的发射功率见图 5.5 和图 5.6。

图 5.5 模组在不同温度下发射功率随电压变化曲线
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6 电气性能可靠性

6.1 绝对最大额定值

表 6-1 产品极限参数
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7 机械尺寸

图 7.1 L-BTMSB16-G0PN4 机械尺寸图

图 7.2 L-BTMSB16-G0PP4 机械尺寸图
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8.1.4 生产注意事项

生产过程中，各操作人员必须佩戴静电手套；

烘烤时不能超过规定的烘烤时间；

烘烤时严禁加入爆炸性、可燃性、腐蚀性物质；

烘烤时，模组应放置于高温托盘中，保持模组间空气流通；

烘烤时需将烘烤箱门关好，保证烘烤箱封闭，防止温度外泄；

烘烤箱运行时尽量不要打开箱门，若必须打开，尽量缩短可开门时间；

烘烤完毕后，待模组自然冷却至 36℃以下，方可戴静电手套拿出，免烫伤；

操作时，严防模组底面沾水或者污物。
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8.1.5 回流焊作业指导

注：此作业指导书仅适合无铅作业，仅供参考。

图 8.1 回流焊作业指导书
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8.2 包装规格

8.2.1 包装方式

型号 包装方式 整箱(PCS) 最小包装数量(PCS) 每箱卷盘数量

L-BTMSB16-G0PP4 卷带 6500 1300 5

L-BTMSB16-G0PN4 卷带 6500 1300 5

8.2.2 料带尺寸和产品方向

图 8.2 料带尺寸及产品方向
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